
安集微电子科技（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表
股票简称：安集科技         股票代码：688019         编号：2026-009

	投资者关系
活动类别
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]√特定对象调研        □分析师会议
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他 

	参与单位名称
	富国基金、国海富兰克林、国泰海通资管、华泰资产、交银施罗德、玖鹏资产、申万宏源、太保资产、太平基金、天风证券、伟星资产管理、西部利得基金、兴业基金、益和源资产管理、中银证券。

	时间
	2026年6月5日

	地点
	公司会议室

	公司
接待人员
姓名
	职工董事、副总经理、董事会秘书 杨逊
资深总办投关专员 周婷婷

	[bookmark: _Hlk216339121]投资者关系
活动
主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]一、公司介绍：
介绍公司经营业务及未来发展规划。

二、问答环节主要内容：
Q：公司CMP抛光液的增长势头很不错也很稳健，想了解未来增长的驱动力，以及外资供应商目前的市场情况是怎么样的？
A：未来增长的驱动力主要来自以下几个方面：一是随着公司产品在主要客户端的覆盖面和渗透度持续扩大，叠加客户产能爬坡及扩产计划，构成了我们增长的基础；“十五五”期间集成电路作为战略新兴产业的核心地位进一步凸显，为增长提供了有力的支撑。二是随着先进制程的不断演进，有越来越多新产品、新工艺、新应用的市场需求，公司持续加大研发投入，推动产品迭代与性能升级，以满足客户更高工艺节点的要求，凭借夯实的技术竞争优势，进一步巩固和扩大市场份额。三是国产化替代仍有空间，比如在国内外资背景的芯片制造公司中，外资供应商目前在其中仍占据一定份额，这也是我们持续努力获取市场份额的方向。以及公司在深耕并巩固国内市场的同时，稳健、有选择地探索海外市场机会，以实现海外业务的拓展。经过不断深耕，公司化学机械抛光液全球市占率近三年从8%提升至13%（根据TECHCET全球市场规模测算），已跻身全球主流供应厂商行列。未来，我们会持续专注、稳扎稳打地走更长的路。

Q：公司是否与三星、海力士、台积电等海外客户保持持续互动？
A：全球化是公司既定战略，自创立之初就以“立足中国、服务全球”为核心战略定位，公司已实现部分产品出海、部分产品进入国际客户供应链，我们秉持循序渐进、按需进展的策略，稳健、务实地推进海外业务发展。目前公司海外团队主要集中在中国台湾地区，团队规模持续壮大，能力维度不断拓展。已在积极对接中国台湾地区、东南亚等多家海外客户，业务涉及多个项目及产品，均有不同程度的进展，且符合预期。

Q：关注到原材料市场有涨价，对公司成本端及毛利率是否会有影响？
A：目前来看原材料价格波动的传导相对有限，成本端整体可控；目前毛利率的变动主要取决于产品结构的动态变化及处于不同生命周期的产品市场定位调整，具体以我们后续披露的定期报告为准。

Q：国内晶圆厂扩产节奏较快，公司产能规划是否能匹配客户需求？ 
A：公司每年都有固定资产投资在生产线上，产能逐步爬坡，可长期匹配客户现阶段及后续发展需求。现有基地方面，上海金桥、宁波北仑制造基地扩展有序推进，多条新增产线已投产；上海化学工业区电子化学品专区制造基地主体建筑已封顶，为下一阶段提供产能保障。同时公司通过优化空间布局、推进产线智能化改造，持续提升生产自动化与精细化水平。未来规划方面，公司秉持“小步快跑、滚动规划”的思路，以3-5年为周期研判行业发展，提前推进生产基地物理环境建设，持续跟踪市场发展，动态化灵活推进产线投资与产能爬坡，既保障稳定供货、承接新增需求，又避免盲目扩产导致资源闲置。

Q：近期CMP行业竞争有所加剧，公司如何看待当前的竞争格局？
A：行业竞争是市场发展的规律，一个健康的市场也不可能只有一家公司，良性竞争有助于推动产业链整体进步。对安集而言，竞争更多是内在优化的动力，公司始终聚焦自身能力提升，依托深厚技术积累和快速迭代能力，深化客户合作，保持市场地位稳固。2025年公司CMP抛光液全球市占率约13%，已跻身全球主流供应厂商行列。客户对供应商的评估是综合的多维度的，会全面考量产品性能、技术能力、服务响应及合作稳定性，具备持续迭代能力且交付记录良好的供应商更易获得长期信赖。

Q：公司员工稳定性怎么样？
A：公司始终将员工视为企业最宝贵的财富，秉持“尊重、关怀、以人为本”的企业文化，通过完善的薪酬福利体系、职业发展通道及企业文化建设，持续提升员工归属感与稳定性。公司多年以来离职率低于行业水平，员工队伍整体稳定。公司设有管理序列、技术序列、专业序列等多元发展通道，并通过股权激励计划、学历提升支持等举措，让员工共享发展成果，实现个人成长与组织发展的协同并进。

Q：公司电镀液及添加剂业务的发展情况？
A：公司持续加强集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，产品覆盖应用于集成电路制造的大马士革工艺铜电镀液及添加剂、应用于先进封装领域的铜、镍、锡银等电镀液及添加剂以及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂。目前，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售，应用于凸点、重布线层（RDL）、异质集成技术；集成电路制造领域的大马士革工艺铜电镀液及添加剂已进入量产阶段，实现销售，先进封装锡银电镀液及添加剂以及硅通孔电镀液及添加剂开发及验证按计划进行，公司将持续推进技术研发与市场拓展，逐步提升其市场份额与收入贡献。


	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年6月9日
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